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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO 

Eu,  Augusto  Daniel  Rodrigues,  de  nacionalidade  brasileira,  CPF  nº  049.746.449-71  ,  RG  nº

5.214.459, estudante  do Curso de Bacharelado em Engenharia Eletrônica, na qualidade de autor(a)

do  TCC  intitulado  “Investigação  experimental  da  influência  dos  parâmetros  de  processo  na

interligação  de  chips  rígidos  de  silício  em  substratos”,  AUTORIZO,  neste  ato  de  depósito,  sua

divulgação  total  e  gratuita,  para  fins  acadêmicos,  em  meio  eletrônico,  mediante  registro  nesta

biblioteca, bem como em via impressa, se necessário, de acordo com determinação institucional e

viabilidade técnica do Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Florianópolis.

Ocasionará registro de patente? [  ] sim [X] não

Este trabalho deve ser publicado  nos  meios  institucionais  somente  após  12 meses da entrega  à

biblioteca, com o intuito de manter a originalidade em publicações científicas (artigos).

Florianópolis, 13 de maio de 2021.

_________________________________________
Assinatura do(a) Estudante
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIGINALIDADE

O presente  termo é documento integrante  de todo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser
submetido  à  avaliação  do  IFSC Câmpus  Florianópolis  como requisito  necessário  e  obrigatório  à
obtenção do grau de Engenheiro Eletrônico.
 
Eu, Augusto Daniel Rodrigues, CPF 049.746.449-71, Registro de Identidade 5.214.459, na qualidade
de estudante de Graduação do Curso de Bacharelado em Engenharia Eletrônica do IFSC Câmpus
Florianópolis,  declaro  que  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  apresentado  em  anexo,  requisito
necessário à obtenção do grau de Engenheiro Eletrônico, encontra-se plenamente em conformidade
com os critérios técnicos, acadêmicos e científicos de originalidade.
 
Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que: 
a) o referido TCC foi elaborado com minhas próprias palavras, ideias, opiniões e juízos de valor, não
consistindo, portanto,  PLÁGIO, por não reproduzir,  como se meus fossem, pensamentos, ideias e
palavras de outra pessoa; 

b)  as citações diretas de trabalhos de outras pessoas, publicados  ou não, apresentadas  em meu
TCC, estão sempre claramente identificadas entre aspas e com a completa referência bibliográfica de
sua fonte, de acordo com as normas estabelecidas pelo IFSC - Câmpus Florianópolis; 

c) todas as séries de pequenas citações de diversas fontes diferentes foram identificadas como tais,
bem como às longas citações de uma única fonte foram incorporadas suas respectivas referências
bibliográficas,  pois  fui  devidamente  informado(a)  e  orientado(a)  a  respeito  do  fato  de  que,  caso
contrário, as mesmas constituiriam plágio; 

d) todos os resumos e/ou sumários de ideias e julgamentos de outras pessoas estão acompanhados
da indicação de suas fontes em seu texto e as mesmas constam das referências bibliográficas do
TCC, pois fui  devidamente informado(a)  e orientado(a)  a respeito do fato de que a inobservância
destas regras poderia acarretar alegação de fraude. 

O(a)  Professor(a)  responsável  pela  orientação  de  meu  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)
apresentou-me a presente declaração, requerendo o meu compromisso de não praticar  quaisquer
atos que pudessem ser entendidos como plágio na elaboração de meu TCC, razão pela qual declaro
ter lido e entendido todo o seu conteúdo e submeto o documento em anexo para apreciação do IFSC
- Câmpus Florianópolis como fruto de meu exclusivo trabalho. 

Florianópolis, 13 de maio de 2021. 

________________________________________
Assinatura do(a) Estudante
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